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Abstract (en)
[origin: WO2021144375A1] The invention relates to a method for etching or dissolving a hard material coating on a base body, characterised in that
the hard material coating is treated in an aqueous solution. The aqueous solution comprises ferrate and a strong base.

Abstract (de)
Verfahren zum Ätzen oder Auflösen einer Hartstoffbeschichtung von einem Grundkörper, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffbeschichtung in
einer wässrigen Lösung behandelt wird, wobei die wässrige Lösung Ferrat und eine starke Base umfasst.
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